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(3) Eiektronisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung 

(57) Es wird ein Verfahren zur Herstellung von elektronischen 
Bauelementen vorgeschlagen, bei dem ein Chip auf einen 
Trager aufgebracht wird, mit den nach au&en fuhrenden 
Anschlussen verbunden wird und mit etnem warmeleitenden 
Korper in Kontakt gebracht wird. Dazu wird der Trager im 
Bereich der Montageflache des Chips durchbrochen. In 
diesen Durchbruch wird ein warmeleitender Korper einge- 
bracht und mit dem Trager verbunden. Der Chip wird dann 
direkt auf den warmeleitenden Korper aufgebracht. 
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Stand der Technik 

Die Erfindung gent aus von einem elektronischen 
Bauelement und einem Verfahren zum Aufbau von 
elektronischen Bauelememen nach der Gattung der 
selbstandigen HauptansprQche. 

£s ist bereits bekannt, elektronische Leistungsbauete- 
mente zur Ableitung von Warme mit Warmesenken in 
Form von warmeleitenden Kdrpern zu versehen. Diese 
werden meist lose beim Umhallen des Chips in die Ge- 
hausepreBform eingelegt, wobei ste nur Qber die Monta- 
geflache des als Trager dienenden Leadframes mit dem 
Chip in Warmekontakt stehen. Fur oberflachenmontier- 
bare Bauelemente ist ferner bekannt, eine Seite des Ge- 
niuses, die nicht der Leiterplatte zugewandt ist, als War- 
mesenke auszubilden und an auf die Leiterplatte aufge- 
brachte KOhlwinkel anzuschlieBen. Dieser Aufbau ist 
nur mit entsprechendem Platzaufwand realisierbar. 

Vorteile der Erfindung 

Das erfindungsgemaBe Verfahren mit den kennzeich- 
nenden Merkmalen des Anspruchs 1 hat den Vorteil, 
daB es zur Herstellung beliebiger Baueiementformen 
eingesetzt werden kann, egal ob die Bauelemente ober- 
flachenmontierbar sein sollen oder durch die Leiterplat- 
te durchgesteckt und auf der Ruckseite der Leiterplatte 
festgeldtet werden sollen. Vorteilhaft ist auBerdem, daB 
Standard- Leadframes als Trager verwendet werden 
konnen. Durch das Einbringen eines warmeleitenden 
Kdrpers in die Montageflache des Leadframes und 
durch die direkte Montage des Chips auf dem warmelei- 
tenden Kdrper wird eine besonders gute Warmeablei- 
tung erreicht. 

Durch die in den Unteranspruchen aufgefiihrten 
MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen des im 
Hauptanspruch angegebenen Verfahrens moglich. Fiir 
eine Massenfertigung besonders vorteilhaft ist, daB sich 
der Durchbruch in der Montageflache des Leadframes 
durch Standardverfahren wie Ausstanzen, Freiatzen 
oder Freierodieren erzeugen laflt Bei exakter Dimen- 
sionierung des warmeleitenden Kdrpers entsprechend 
dem Durchbruch in der Montageflache des Leadframes 
lassen sich vorteilhaft Standardmethoden wie Verquet- 
schen, KaltschweiBen, Kleben oder Verldten zum Ver- 
binden des warmeleitenden ICdrpers mit dem Leadfra- 
me als Trager einsetzen. Je nach Oberflachenmaterial 
des warmeleitenden ICdrpers kann der Chip einfach 
durch KJeben im Fall einer Silberoberflache, durch Ld- 
ten im Fall einer Nickeloberfiache oder durch eutekti- 
sches Bonden im Fall einer Goldoberflache auf dem 
warmeleitenden Kdrper montiert werden. Eine Urn- 
mantelung des Chips erfolgt vorteilhaft mit Standard- 
verfahren; sie wird besonders gunstig aus Plastik ge- 
preBt Vorteilhaft in diesem Zusammenhang ist es, wenn 
der warmeleitende Kdrper aus der Ummantelung des 
Chips herausragt, so daB eine direkte Warmeankopp- 
lung an ein geeignetes Medium moglich ist. 

Fur das elektronische Bauelement mit den kennzeich- 
nenden Merkmalen des Anspruchs 10 ist es besonders 
vorteilhaft, den warmeleitenden Kdrper aus einem Ma- 
terialblock, beispielsweise aus einer Kupferlegierung 
oder Aluminium zu fertigen, da so der W&rmewider- 
stand vom Chip zu einem KOhlmedium besonders ge- 
ring gehalten wird. Weitere MaBnahmen zur Reduzie- 



rung des Warmewiderstandes stellen das Einbringen 
des warmeleitenden Kdrpers in die Montageflache des 
Leadframes und die direkte M ntage des Chips auf dem 
warmeleitenden Kdrper dar. Bes nders vorteilhaft ist es 

5 schlieBlich, daB die Warme direkt liber den als Warme- 
senke dienenden warmeleitenden Kdrper, der aus der 
Ummantelung des Chips herausragt, an ein geeignetes 
Medium abfCihrbar ist Diese Vorteile kommen beson- 
ders bei oberfiachenmontierbaren Leistungsbauele- 

to men ten auf Metallkernleiterplatten zum Tragen, wobei 
die warmeleitenden Kdrper durch geeignete Verbin- 
dungsprozesse in direktem Kontakt zum Metallkern der 
Leiterplatte stehen, der die Funktion eines KOhlkdrpers 
erfullL 
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Zeichnung 



Ein AusfQhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
20 schreibung naher erlautert Es zeigen die Fig. la bis d 
den Aufbau eines Bauelements in verschiedenen Sta- 
dien. 



Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 



25 



In Fig. la ist mit 10 ein Trager bezeichnet, der durch 
eine Einheit eines Leadframes, bestehend aus einem 
Rahmen 11 mit Anschliissen 12, einer Montageflache 13 
und Verbindungsstegen 14, die eine Verbindung zwi- 

30 schen der Montageflache 13 und dem Rahmen 11 her- 
stellen, gebildet wird. In einem ersten Verfahrensschritt, 
der auch schon bei der Herstellung des Leadframes er- 
folgen kann, wird ein Durchbruch 20 in die Montagefla- 
che 13 eingebracht. Dies kann entweder durch Ausstan- 

35 zen, Freiatzen, Freierodieren oder eine andere geeigne- 
te Technik erfolgen. 

In Fig. lb ist der so praparierte Leadframe dargestellt 
und ein warmeleitender Kdrper 21, dessen Oberflache 
25 so dimensioniert ist, daB er genau in den Durchbruch 

40 20 hineinpaBt Der als Warmesenke dienende warmelei- 
tende Kdrper 21 ist aus einem Materialblock gefertigt, 
seine Dicke betragt ein Mehrfaches der Leadframestar- 
ke. Besonders geeignet far Warmesenken 21 sind Mate- 
rialien mit hoher Warmeleitfahigkeit wie z. B. Kupferle- 

45 gierungen oder Aluminium. Da ein Chip 30 auf der 
Oberflache 25 des warmeleitenden Kdrpers 21 montiert 
werden soil, kann dort zur besseren Haftung des Chips 
eine Silber- , Nickel- oder Goldschicht abgeschieden 
werden oder auch ein anderes Material, das entspre- 

50 chend dem Montageverfahren gewahlt wird. 

In Fig. lc ist der Leadframe 10 dargestellt, nach dem 
Einbringen des warmeleitenden Kdrpers 21 in den 
Durchbruch 20. Die Verbindung des warmeleitenden 
Kdrpers 21 mit dem Leadframe 10 kann durch Verquet- 

55 schen, KaltschweiBen, Kleben oder auch Verldten an 
geeigneten Stellen 22 erfolgen. Je nach Beschaffenheit 
der Oberflache 25 des warmeleitenden Kdrpers 21 wird 
der Chip 30 direkt auf den warmeleitenden Kdrper 21 
geklebt, im Falle einer Silberoberflache 25, geldtet, im 

60 Falle einer Nickeloberfiache 25, oder eutektisch gebon- 
det im Falle einer Goldoberflache 25. Der Erfindungsge- 
genstand beschrankt sich jedoch nicht auf diese Verfah- 
ren, sondern umfaBt atle geeigneten Montageverfahren 
fOr Chips. Die Verbindung des Chips 30 mit den An- 

65 schlussen 12 kann beispielsweise Qber Bonddrahte 32 
hergestellt werden. 

In Fig. Id ist dieser Aufbau dargestellt, nachdem der 
Chip 30 mit den Bonddrahten 32 in eine Ummantelung 
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35 so eingebracht wurde, daB cine Seite 26 des warme- 
leitenden Kdrpers 21 aus der Ummantelung 35 heraus- 
ragt Diese Obcrflache 26 kann nun direkt mit einem 
geeigneten KUhlkdrper in Kontakt gebracht werden, 
uber den die Warme abgeleitet wird Dadurch wird der 5 
Warmewiderstand zwischen Chip 30 und Kuhlkdrper 
besonders gering gehalten. Far bestimmte Anwendun- 
gen ist auch Luft ats kuhlendes Medium geeignet und 
kein zusatzlicher KQhlkdrper erforderlich. 

In dem in Fig. Id dargestellten Beispiel sind die An- 10 
schlQsse 12 charakteristisch fUr ein oberflachenmontier- 
bares Bauelement gebogen. Der erfindungsgemaBe 
Aufbau eignet sich besonders fQr solche oberflachen- 
montierbaren Bauetemente im Zusammenhang mit Me- 
tallkernleiterplatten, wobei die Warmesenke 21 durch 15 
einen geeigneten ProzeB mit dem Metallkern der Lei- 
terplatte in Verbindung gebracht wird, der als KGhlkdr- 
per dient Dies stellt eine besonders platzsparende Ld- 
sung der Warmeableitung von Leistungsbauelementen 
auf Leiterplatten dar. Das in den Fig. la bis Id darge- 20 
stellte Verfahren ist jedoch ebenso geeignet fQr Bauele- 
mente, die durch die Leiterplatte durchgesteckt und von 
der Ruckseite der Leiterplatte ausgehend festgeldtet 
werden. 

25 

PatentansprQche 

1. Verfahren zur Herstellung von elektronischen 
Bauelementen, wobei mindestens ein Chip auf ei- 
nen Trager auf gebracht und mit den nach auBen 30 
fuhrenden AnschlQssen verbunden wird und bei 
dem der mindestens eine Chip in Kontakt mit ei- 
nem warmeleitenden Kdrper gebracht wird, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Trager (10) im Be- 
reich der Montagefiache (13) des Chips (30) durch- 35 
brochen wird, daB in den Durchbruch (20) der war- 
meleitende Kdrper (21) eingebracht und mit dem 
Trager (10) verbunden wird und daB der Chip (30) 
auf den warmeleitenden Korper (21) auf gebracht 
wird. 40 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Durchbruch (20) in die Montage- 
fiache (13) durch Ausstanzen, Freiatzen oder Frei- 
erodieren eingebracht wird 

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2 f 45 
dadurch gekennzeichnet, daB der Durchbruch (20) 
und der warmeleitende Kdrper (21) so dimensio* 
niert werden, daB der warmeleitende Kdrper (21) 
genau in den Durchbruch (20) einpaBbar ist und 
daB der warmeleitende Kdrper (21) dicker als der 50 
Trager (10) ist 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbin- 
dung des warmeleitenden Kdrpers (21) mit dem 
Trager (10) durch Verquetschen, KaltschweiBen, 55 
Kleben oder Verldten erfolgt 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB auf der in 
den Durchbruch (20) eingepaflten Oberflache (25) 
des warmeleitenden Kdrpers (21) mindestens eine 60 
Schicht Nickel und/oder Silber oder Gold abge- 
schieden wird. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (30) 
auf die in den Durchbruch (20) eingepaBte Oberfia- 65 
che (25) des warmeleitenden Kdrpers (21) geklebt, 
geldtet oder eutektisch gebondet wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
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spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (30) 
uber Bonddrahte (32) mit den AnschlQssen (12) 
kontaktiert wird 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (30) 
mit einem elektrisch nicht leitenden Material urn- 
mantelt wird 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Ummantelung (35) des Chips (30) 
aus Plastik gepreBt wird 

10. Elektronisches Bauelement mit mindestens ei- 
nem auf einen Trager aufgebrachten Chip, der mit 
nach auBen fuhrenden AnschlQssen verbunden ist 
und mit einem elektrisch nicht leitenden Material 
ummantelt ist und in dessen Ummantelung ein war- 
meleitender Kdrper eingebracht ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der warmeleitende Kdrper (21) 
in einen Durchbruch (20) des Tragers (10) einge- 
bracht und mit dem Trager (10) verbunden ist und 
daB der Chip (30) direkt auf den warmeleitenden 
Kdrper (21) auf gebracht ist 

11. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der warmeleitende 
Kdrper (21) aus einer Kupferlegierung oder Alumi- 
nium gefertigt ist. 

12. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 10 
oder 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB der warme- 
leitende Kdrper (21) aus der Ummantelung (35) 
herausragt und warmeankoppelbar ist 

13. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Unterseite (26) 
des herausragenden, warmeleitenden Kdrpers (21) 
mit den nach auBen fuhrenden AnschlQssen (12) in 
etwa fluchtet 

14. Elektronisches Bauelement nach einem der An- 
spruche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB es 
als oberfiachenmontierbares Leistungsbauelement 
auf Metallkernleiterpiatten verwendet wird. 
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Abstract 



Chip(s) are placed on a base (1) connecting to the terminals leading to the outside and contact a thermal conductor (11). The latter 
and the base are perforated in the area (13) for mounting the chip (30). A heat conductive piece (21) is placed in the hole (20) and 
connected to the base and chip is placed on and the a frame (11) and the heat conductor. 

The frame is pref. of copper alloy or aluminium. The base is perforated by stamping, etching or erosion. The frame and base are 
connected by pinching, cold welding, bonding with adhesive or soldering. The frame is placed with Ni and/or Ag or Au on the 
surface (25) fitting in the hole. The chip is attached to the frame by bonding with adhesive, soldering or eutectic bonding and 
contacted with the terminals (12) with bond wire (32). 

USE/ADVANTAGE - Power device mountable on surface of metal core circuit boards. Can be pushed through circuit board and 
soldered firmly to the back. Standard lead frames may be used as the base. Ensures esp. good heat dissipation. 
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